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Specificatii tehnice

coloanele 1, 5,]

Anexa nr. 22

la Documentatia standard

el va fi completat de cdtre ofertant in coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de cdtre autoritatea contractantd —n

Numarul procedurii de achizitie nr. atribuit de SIA RSAP MTender

Obiectul achizitiei: Echipament si accesorii pentru computer

Wi-fi: Da

Bluetooth: Da

Conector audio 3.5 mm: Da
Versiune Bluetooth: v5.3
USB Type-C: 2

Versiune Wi-Fi: 802.11 ax
Thunderbolt: 2

Difuzoare integrate: Da
Unitati citire/scriere: NO ODD
Camera WEB: 1080p
Microfon: Da

Sistem de operare: Mac OS
Diagonala display: 15.3"

Wi-fi: Da

Bluetooth: Da

Conector audio 3.5 mm: Da
Versiune Bluetooth: v5.3
USB Type-C: 2

Versiune Wi-Fi: 802.11 ax
Thunderbolt: 2

Difuzoare integrate: Da
Unitati citire/scriere: NO ODD
Camera WEB: 1080p
Microfon: Da

Sistem de operare: Mac OS
Diagonald display: 15.3"

Denumirea Denumirea Tara Produ- Specificarea tehnici deplina Specificarea tehnici deplina Standarde de
bunurilor/serviciilor modelului de citorul solicitati de citre autoritatea propusi de catre ofertant referinta
bunului/serviciu | origine contractanti
lui
1 2 3 4 5 6 7
Lot1l
. L Tehnologie de fabricatie: 3 nm
Tehnolggle de fallbrlcagle. 3 nm Memorie Cache: 20 MB
Memorie Cache: 20 MB . )
Tip procesor: M3 Tip procesor: M3
Model procesor: (C8/G10) Model pro.cesor. (C8/G10)
. Nr. nuclee: 8
Nr. nuclee: 8
Frecventa procesor: 4.00 GHz
Frecventa procesor: 4.00 GHz . IR <
. IR o Tip placa video: Integrata
Tip placa video: Integrata ..
. . Model placi video: M3
Model placi video: M3 Graphics G .
. raphics
Nr. nuclee GPU: 10 )
- - ) Nr. nuclee GPU: 10
Tip unitate stocare: SSD . : )
. . . Tip unitate stocare: SSD
Capacitate maxima memorie : - .
i Capacitate maxima memorie
RAM: 24 GB .
Capacitate SSD: 512 GB RAM'.24 GB
MacBook Air Tio RAM- LPDbRS Capacitate SSD: 512 GB
1.1 Notebook tip 1 15.3" China Apple M(Fe)morie i?AM' 16 GB Tip RAM: LPDDR5 CE
MXD13RU/A : Memorie RAM: 16 GB




Lot 2

chipset A17 Pro (3 nm)

tip procesor Hexa-core
procesorul grafic GPU (6-core
graphics)

numarul de nuclee 6

memorie interna 256 GB
memorie ram 8 GB

chipset A17 Pro (3 nm)

tip procesor Hexa-core
procesorul grafic GPU (6-core
graphics)

numarul de nuclee 6

memorie internd 256 GB
memorie ram 8 GB

retea 4G Da refea 4G Da
2.1 Telefon mobil tip 1 | iPhone 15 Pro China Apple reiea 5G Da regeaVSG Da s
numarul de sim Single SIM numarul dc_a sim Single SIM
formatul sim eSIM & Nano-SIM fSoI:\r/lnatul sim eSIM & Nano-
Wn 8211 alblgi/acie wi-fii 802.11 a/b/g/n/ac/6e
bluetooth 5.3 EIIFC Dah
GPS Da uetooth 5.3
S0 i0S 17 SR
Diagonala display: 6.1" . - A
Diagonala display: 6.1
Lot 3
chipset A17 Pro (3 nm) chipset AL7 Pro (3 nm)
. tip procesor Hexa-core
tip procesor Hexa-core | arafic G 6
procesorul grafic GPU (6-core procesorul grafic GPU (6-core
graphics) graphics)
numarul de nuclee 6 numarul de nuclee 6
memorie internd 256 GB memoric internd 256 GB
memorie ram 8 GB memorie ram 8 GB
retea 4G Da refea 4G Da
3.1 Telefon mobil tip 2 iPhone 15 Pro China | Apple re‘;ea 5G Da retea 5G Da

MAX

numadrul de sim Single SIM
formatul sim eSIM & Nano-SIM
wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e

NFC Da

bluetooth 5.3

GPS Da

SO i0s 17

Diagonala display: 6.7"

numarul de sim Single SIM
formatul sim eSIM & Nano-
SIM
wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e
NFC Da
bluetooth 5.3
GPS Da
SO i0Ss 17

Diagonald display: 6.7"

Semnat:

Numele, Prenumele: Constantin Alexandru in calitate de: director

Ofertantul: TrioMAC SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16
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